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1. Zwiększenie przewodności 

cieplnej pasty termoprzewodzącej w 

celu polepszenia odprowadzania 

ciepła

2. Zwiększenie wytrzymałości

Połączeń lutowanych  w celu 

zwiększenia niezawodności montażu



Dodatki (nano i mikro) wpłynęły na:

• Strutkurę połączeń lutowanych (wielkość, 

kształt ziaren)

• Wytrzymałość połączeń na rozciąganie

• Wytrzymałośc połączeń na siły ścinające

• Wytrzymałość połączeń na odrywanie

• Odporność połączeń na zmiany starzeniowe 

(cykliczne narażenia np. wibracje, cykliczne 

zmiany temperatury)

Formowanie wyprowadzeń sferycznych
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Zwiększono przewodność  cieplną  materiału

Zmniejszono temperaturę GPU

GPU: 104°C

Heat-pipe: 41°C

GPU: 68°C

Heat-pipe: 52°C

Defektoskopia termowizyjna
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Warunki testu: przechowywanie  w 120°C

Dzięki zastosowaniu pasty hybrydowej zmniejszono

temperaturę struktury półprzewodnikowej diody LED (MOZART II)

Z pastą

Bez pasty

Pasty nie twardnieją, po 800 h testu pasty 

nadal można zaaplikować!

Pasty podczas testu twardnieją

Dioda LED 

Defektoskopia termowizyjna


